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INTRODUCAO

A constante otimizacao e reducao dos componentes eletronicos contribuiu para uma
maior concentracao de calor no interior dos mesmos, uma maneira de reduzir a
temperatura desses componentes é utilizar um dissipador de calor com ventilador
sobre eles. Entretanto, o dissipador de calor, nao é tao eficaz no resfriamento de
componentes de alta poténcia, diante disso, surgiu a vapor chamber, que é
basicamente um tubo de calor plano que consegue espalhar calor em duas
dimensdes e é desenvolvida para proporcionar solucoes térmicas em espacos
reduzidos.
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OBIJETIVO Figura 2. Temperatura no dissipador de calor com a vapor chamber

Analisar numericamente a maior proporcao de tamanho em que dois diferentes
tipos de conjuntos podem funcionar adequadamente no resfriamento de um
componente eletronico em um ambiente de conveccao forcada.

A Figura 3 apresenta o grafico da temperatura na superficie do componente
eletronico em relacao a area da base do dissipador de calor de cada modelo
analisado.

PROCEDIMENTOS E ANALISE NUMERICA

Para realizacao do trabalho criou-se modelos simples de resisténcia dos materiais
utilizando o software de mecanica dos fluidos ANSYS Fluent, licenca académica. Os
modelos foram criados como blocos, cada bloco representa um componente e suas
dimensdes foram aumentadas uniformemente e analisadas em ambos os modelos.
O primeiro conjunto € um sistema de refrigeracao simples com dissipador de calor e
componente eletronico, chamado (Modelo 1) e o segundo conjunto € um sistema de
resfriamento com dissipador de calor, componente eletronico e vapor chamber,

nomeado (Modelo 2).
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RESULTADOS E DISCUSSOES Figura 3. Temperatura na superficie x area da base do dissipador de calor
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A partir dos ensaios realizados, percebeu-se que a vapor chamber distribuiu muito
bem o calor dissipado pelo componente eletronico. Ao se comparar o modelo da
Figura 1 com o modelo da Figura 2, pode-se notar que a variacao de temperatura no
dissipador de calor do primeiro € aproximadamente 5 °C, além disso, as aletas
laterais estao bem proximas da temperatura ambiente (20°C) o que significa que nao
estao trabalhando tanto quanto as aletas do centro. Ja a temperatura do segundo
varia cerca de 1°C, isso mostra que a vapor chamber esta espalhando

Pelo grafico, pode-se notar que as duas curvas tem comportamento bem similar,
mas, as temperaturas do Modelo 2 sao inferiores as do Modelo 1. A partir de
certo ponto, aumentar a area do dissipador de calor nao reduz efetivamente a
temperatura do componente eletronico (em ambos os casos), tornando inviavel
0 aumento da mesma.

uniformemente o calor gerado pelo componente eletronico no dissipador de calor. CONCLUSAO
Para este estudo podemos concluir que, utilizando o dissipador de calor sem o
Temperature [ auxilio da vapor chamber é vantajoso o aumento da area do dissipador de calor
' em apenas 14,7 vezes em relacao a area do componente eletronico. Ja com o
20t auxilio da vapor chamber é admissivel aumentar a area do conjunto em ate 20,5
= 22,5751 vezes a mais que a area do componente eletronico.

Figura 1. Temperatura no dissipador de calor sem a vapor chamber
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